esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Electronic control module 



Publication number: 

Publication date: 

Inventor: 

Applicant: 

Classification: 
- international: 



- European: 
Application number: 
Priority number(s): 



DE1 95051 80 
1996-08-22 

SCHUCH BERNHARD DIPL PHYS (DE) 
TELEFUNKEN MICROELECTRON (DE) 

B60R16/02; H05K3/00; H05K5/00; H05K1/02; 
H05K3/34; H05K3/38; B60R16/02; H05K3/00; 
H05K5/00; H05K1/02; H05K3/34; H05K3/38; (IPC1-7): 
B60R16/02; H05K7/14; H05K7/20 

B60R16/023L; H05K3/00L; H05K5/00E 

DE19951005180 19950216 

DE19951005180 19950216 



Also published as: 

EP0727931 (A2) 
EP0727931 (A3) 



Report a data error here 



Abstract not available for DEI 95051 80 
Abstract of corresponding document: EP0727931 

The control module has a substrate body (10) 
and a carrier body (30). A circuit arrangement 
(20) has surface-mounted technology (SMD) 
semiconductor components (21 ,22) arranged in a 
planar manner on an upper surface (1 1 ) of the 
substrate body (10). The carrier body (30) is 
made of material of high thermal conductivity. 
The substrate body (10) and circuit arrangement 
(20) are arranged on the carrier (30). A housing 
(40) contains the circuit arrangement (20) and the 
substrate (1 0). A plug connector part (50) with 
several connectors (51) is passed through the 
housing (40) and/or the cannier (30). A thin 
uniform adhesive layer (60) is arranged between 
the substrate surface (12) opposite the circuit 
arrangement (20), and the carrier (30). The 
adhesive layer (60) is made of a highly flexible 
thermally stable adhesive with good adhesion 
and high heat conductivity. The adhesive layer 
(60) is arranged such that the substrate body (10) 
and the carrier body (30) can expand 
independently of each other under thermal 
stress. 
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Prufungsantrag gem. § 44 FatG ist gesteilt 
(S) Elektronisches Steuermodul 

(g) Beschrieben wird ein elektronisches Steuermodul aus 
einem Substratkorper, einer Schaltungsanordnung mit auf 
einer Oberflachenseite des Substratkorpers planar aufge- 
brachten SMD-HalbleiterbaueJementen, einem Trigerkdrper 
aus einem Material mit hoher Wdrmeleitfihigkelt, auf dem 
Substratkorper und Schaltungsanordnung angeordnet sind, 
einem die Schaltungsanordnung und den Substratkorper 
umschliefienden Gehausekorper sowie einem durch den 
Gehausekdrper und/oder den Tragerkdrper hindurchgefuhr- 
ten Steckeranschluliteil mit mehreren Steckeranschiussen. 
Zwischen der der Schaltungsanordnung gegenuberiiegen- 
den Oberflachenseite des Substratkorpers und dem Trager- 
kdrper ist eine diinne, gleichmaSige Klebeschicht aus einem 
hochflexiblen, thermisch stabilen Kleber mit guter Haftfahig- 
keit und hoher Warmeleitfahigkeit angeordnet, die eine 
mechanische Entkopplung von Tragerkdrper und Substrat- 
korper (ein unabhangiges thermisches Ausdehnungsverhal- 
ten von Substratkorper und Tragerkdrper) bewlrkt. 
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Beschreibung 

In vielen Anwendungsbereichen werden heutzutage 
MeBwerte bzw. MeBwertsignale verarbeitende elektro- 
nische Steuermodule fur unterschiedliche Aufgaben und 5 
Wirkungsweisen eingesetzt insbesondere zur Steuening 
von ProzeBablaufen — beispielsweise sind im Kraft- 
fahrzeug-Bereich als elektronische Steuermodule meh- 
rere die MeBwertsignale von Sensoren und die Aus- ' 
gangssignale von Aktuatoren verarbeitende Steuerge- 10 
rate zur Steuerung verschiedener Aggregatefunktionen 
des Kraftfahrzeugs (Motor, Getriebe etc.) vorgesehen. 
Elektronische Steuermodule bestehen ubiicherweise 
aus einer relativ dicken Leiterplatte (Dicke beispiels- 
weise 15 mm), einer auf dieser Leiterplatte angeordne- 15 
ten Schaltungsanordnung mit Halbleiterbauelementen, 
und einem die Schaltungsanordnung zum Schutz gegen 
Umwelteinfliisse umschlieBenden mechanisch stabilen 
Geh&usekdrper, in dem die Schaltungsanordnung befe- 
stigt ist und der einen mit der Schaltungsanordnung 20 
elektrisch leitend verbundenen AnschluBstecker mit 
AnschluBkontakten aufweist — die Leistungs-Halblei- 
terbaueiemente der Schaltungsanordnung sind in der 
Regel zur besseren Warmeabfuhr ihrer Verlustleistung 
direkt am GehSusekorper angebracht Oftmals werden 25 
elektronische Steuermodule in Umgebungen mit gro- 
Ben Temperaturschwankungen eingesetzt, was zu ther- 
mischen Belastungen fuhren kann — beispielsweise 
konnen die vorzugsweise im Motorraum untergebrach- 
ten Steuergerate eines Kraftfahrzeugs Temperaturen 30 
von -40°C bis + 150*'Causgesetzt sein. 

Aus der DE 41 02 265 ist ein Gehause zur Aufnahme 
von Halbleiterbauelementen fur den Einbau in ein 
Kraftfahrzeug bekannt, bei dem die (SMD-)Halbleiter- 
bauelemente der Schaltungsanordnung in einer Ebene 35 
auf eine Oberflachenseite einer Leiterplatte gelotet 
sind, die zum Abfuhren der Verlustleistung der (Lei- 
stungs-)Halbleiterbauelemente auf einen Aluminium- 
KQhlkorper laminiert ist; durch dieses Laminat (ausge- 
hartetes Epoxyharz) wird zwar erne gute Haftung und 40 
somit eine feste Verbindung von Leiterplatte und Kuhl- 
korper gewlhrieistet, jedoch auch eine starke mechani- 
sche Kopplung zwischen Leiterplatte und KUhlkdrper 
hervorgerufen. Dies hat zur FoIge^daB bei thermischen 
Belastungen 45 

— wegen der fehlenden Flexibilitat thermo-mecha- 
nische Spannungen vom Kiihlkdrper auf die Leiter- 
platte und die Ldtstellen der.SMD-Halbleiterbau- 
elemente iibertragen werden; einerseits muB die 50 
Leiterplatte diese Spannungen verarbeiten kdnnen, 
andererseits versuchen die Ldtstellen diese ther- 
mo-mechanischen Spannungen mittels Kriechpro- 
zessen auszugleichen, was jedoch nach einer be- 
stimmten Belastungszeit zur Ermudung und zum 55 
Bruch der Ldtstellen fiihrt 

— aufgrund unierschiedlicher ihermischer Ausdeh- 
nungskoeffizienten von Leiterplatte und Kiihlkdr- 
per (beispielsweise betrSgt der ihermische Ausdeh- 
nungskoeffizient der Leiterplatte eo 
16—21 * 10"V'*C,der thermische Ausdehnungsko- 
effizient des Aluminium-Kiihlkorpers ca. 
24 • 10-*/"C) ein Bimetalleffekt entsteht, der zu 
einem Durchblegen der Leiterplatte fQhren kann; 
dies ist insbesondere bei elektronischen Steuermo- es 
dulen mit groBem Funktionsumfang (hierzu sind 
eine Vielzahl von Halbleiterbauelementen erfor- 
derlich) und daher groBflachiger Leiterplatte pro- 



180 Al 

2 

blematisch. Bei einer Temperaturinderung treten 
aufgrund von Durchbiegungsanderungen zusatzli- 
che Belastungen auf, insbesondere an den Ldtstel- 
len der SMD-Halbleiterbaulemente. 
— der Aluminium-Kuhlkdrper wegen der Fehlan- 
passung der thermischen Ausdehnungskoeffizien- 
ten von Kuhlkdrper und Leiterplatte uber das La- 
minat einen Zwang dahingehend auf die Leiterplat- 
te ausubt, daB dessen thermischer Ausdehnungsko- 
effizient vergrdBert wird; da jedoch viele SMD- 
Halbleiterbauelemente einen relativ geringen ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen (ins- 
besondere Chip-Kondensatoren, Chip-Widerstan- 
de, Quarze etc., deren thermischer Ausdehnungsko- 
effizient im Bereich von 5-10 • 10-*^/**C liegt). 
wird hierdurch die Differenz der thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten von Leiterplatte und SMD- 
Halbieiterbauelemente vergrdBert und damit auch 
die Belastung der Ldtstellen bei Temperaturande- 
rung. 

Als Konsequenz hieraus ergibt sich, daB die Zuverias* 
sigkeit der Ldtstellen- Verbindung zwischen den SMD- 
Halblelterbauelementen und der Leiterplatte drastisch 
reduziert wird (insbesondere bei starken thermischen 
Belastungen), daB die Langzeitstabilitat der Ldtstellen 
und damit der gesamten elektronischen Steuermodule 
vermindert wird und deren Lebensdauer sinkt, und daB 
der Anwendungsbereich der elektronischen Steuermo- 
dule eingeschrankt ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein elek- 
tronisches Steuermodul gemaB dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchs 1 anzugeben, bei dem die genannten 
Nachteile vermieden werden und das vorteilhafte Ei- 
genschaften aufweist, insbesondere bezuglich Zuverlas- 
sigkeit, Lebensdauer, Langzeitstabilitat und Anwen- 
dungsbereich. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch die 
Merkmale im Kennzetchen des Patentanspruchs 1 ge- 
Idst. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den Unteranspriichen. 

Beim vorgestellten elektronischen Steuermodul wird 
zur ganzflachigen Verbindung von dem die Schaltungs- 
anordnung mit den SMD-Halbleiterbauelementen auf- 
nehmenden Substratkdrper (beispielsweise eine Leiter- 
platte) und dem Tragerkdrper (beispielsweise ein Kiihl- 
kdrper) eine hochelastische, dOnne Klebeschicht mit ei- 
nem Kleber auf Acrylatbasis als Klebefolie (Klebefilm) 
mit einer Schichtdicke von beispielsweise 50— 150^lm 
gleichmaBig und flachenschliissig zwischen Tragerkdr- 
per und Substratkdrper aufgebracht und diese (bei- 
spielsweise durch Druck- oder Temperaturbehandlung) 
miteinander verbunden. Der Kleber der Klebeschicht 
weist eine hohe Flexibilitat auf, wodurch sich Substrat- 
kdrper und Tragerkdrper unabhangig voneinander 
thermisch ausdehnen kdnnen (dies fuhrt zur "mechani- 
schen Entkopplung" von Substratkdrper und Trager- 
kdrper, ein Bimetalleffekt wird vermieden), eine gerin- 
ge, gleichmaBige Dicke und eine relativ hohe Warme- 
leitfahigkeit (dies bedingt eine gute Warmeableitung 
der Verlustleistung der Halbleiterbauelemente der 
Schaltungsanordnung vom Substratkdrper hin zum Tra- 
gerkdrper), gleichmaBige Klebeeigenschaften in einem 
groBen Temperaturbereich (dies hat eine lange Lebens- 
dauer der Verbindung zwischen Substratkdrper und 
Tragerkdrper zur Folge), eine hohe thermische Stabili- 
tat und Unempfindlichkeit gegenflber aggressiven Me- 
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dien (dies fuhrt zu einer Reduzierung der Umweltbela- 
stung und daher zu einer Erweitening des Einsatzbe- 
reichs), einer trotz Flexibilitat genQgend grofien Haft- 
kraft in einem breiten Temperaturbereich (dies vergrd- 
Bert die Schwingungsfestigkeit, die fur vieie Anwen- 
dungsf^le erforderlich ist) und eine gute elektrische Iso- 
lationsfghigkeit (hierdurch wird eine hohe Spannungsfe- 
stigkeit errelcht, beispielsweise bis 500 V). 

Vorteilhafterweise wird beim beschriebenen elektro- 
nischen Steuermodul (insbesondere bei groBflachigen 
Steuermodulen mit einer Vielzahl von Halbleiterbauele- 
menten) 

— infolge der unabhangig voneinander erfolgen- 
den thermischen Ausdehnung von Substratkorper 
und Tr^gerkdrper (mechanische Entkopplung zwi- 
schen Tr&gerkdrper und Substratkdrper) bei ther- 
mischen Belastungen bzw. thermo-mechanischen 
Spannungen ein Bimetalieffekt vermieden. 

— eine freie und unabhSngige Wahl der Materia- 
lien und der Abmessungen von Tragerkorper und 
Substratkorper ermdglicht; diese konnen auf der 
Grundlage der mechanischen Entkopplung demzu- 
folge nach bestimmten Gesichtspunkten bzw. An- 
forderungen optimiert werden — insbesondere 
kann der thermische Ausdehnungskoeffizient des 
Substratkorpers (dieser ist unabhangig vom Tra- 
gerkorper variabel vorgebbar) so gewahit werden, 
daB er den thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
der Halbleiterbauelemente der Schaltungsanord- 
nung angepaBt wird (vorzugsweise dem Mittelwert 
der thermischen Ausdehnungskoeffizienten der 
Halbleiterbauelemente der Schaltungsanordnung 
entspricht), wodurch die Fehlanpassung der thermi- 
schen Ausdehnungskoeffizienten minimiert und die 
Lebensdauer der Lotstellen wesendich erhoht wird 
(die Vorgabe des thermischen Ausdehnungskoeffi- 
zienten des Substratkorpers kann durch entspre- 
chende Wahl des Materials oderder Zusammenset- 
zung des Substratkorpers erfolgen, insbesondere 
falls der Substratkorper einen mehrschichtigen 
Aufbau mit Schichten von unterschiedlicher Zu- 
sammensetzung aufweist). 

~ durch die gute Warmeableitung vom Substrat- 
korper hin zum TrSgerkdrper eine ausreichende 
Ableitung der Verlustleistung der SMD-Halbleiter- 
bauelemente der Schaltungsanordnung gewahrlei- 
stet 

— aufgrund der langen Lebensdauer und der hohen 
Schwingungsfestigkeit die Zuverllssigkeit und da- 
her auch die m6gliche Betriebsdauer erhoht 

— infolge des w^hlbaren Temperaturbereichs und 
der Spannungsfestigkeit ein welter Einsatzbereich 
gew&hrleistet bzw. erst erm6gHcht (auch bei hohen 
Belastungen und unterschiediichen Temperaturan- 
forderungen). 

Weiterhin soli als AusfQhrungsbeispiel ein elektroni- 
sches Steuermodul eines Kraftfahrzeugs anhand der Fi- 
gur naher beschrieben werden; in dieser ist als elektro- 
nisches Steuermodul die Schnittzeichnung eines Steuer- 
gerats fiirden Nutzfahrzeugbereich dargestellt. 

GemaB der Figur bestehi das beispielsweise im Mo- 
torraum angeordnete groBflachige Steuergerat mit pla- 
narer Montage der Halbleiterbauelemente und vertika- 
ler Warmeabfuhr der Verlustleistung der Halbleiterbau- 
elemente aus einer eine hohe Wfirmeleitfahigkeit auf- 
weisenden und einen guten Korrosionsschutz bietenden 
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Metall-Tragerplatte als TrSgerkdrper 30 (beispielsweise 
aus Aluminium), einer beispielsweise aus 4 Verdrah- 
tungsebenen 13, 14, 15, 16 aus Kupfer mit dazwischenlie- 
genden Laminatschichten ("Prepregs") bestehenden und 
5 Durchkontaktierungen 17 sowie Aussparungen 18 auf- 
weisenden Leiterplatte als Substratkdrper 10. einer auf 
der Oberselte 11 der Leiterplatte 10 planar angeordne- 
ten Schaltungsanordnung 20 mit einer Vielzahl von pas- 
siven und aktiven SMD-Halbleiterbauelementen 21, 22, 

10 einem die Schaltungsanordnung 20 zum Schutz der 
Halbleiterbauelemente 21, 22 umschlieBenden Gehau- 
sekdrper 40 (beispielsweise aus Aluminium), dessen Ge- 
hausedeckel 42 durch die Tragerplatte 30 gebildet wird 
und mit dessen Gehauseboden 41 das Steuergerat am 

15 Motorbiock befestigt wird, und einem SteckeranschluB- 
teil 50 mit beispielsweise 6 SteckeranschlOssen 51, die 
durch eine Aussparung 31 in der Tragerplatte 30 und die 
Aussparungen 18 der Leiterplatte 10 hindurchgefuhrt 
und mit den SMD-Halbleiterbauelementen 21, 22 der 

20 Schaltungsanordnung 20 uber BonddrShte 23 und Ver- 
bindungsleitungen (Leiterbahnen) verbunden sind. Zwi- 
schen der Tragerplatte 30 und der Unterseite 12 der 
Leiterplatte 10 ist eine Klebeschicht 60 aus einem modi- 
fizierten Acryiatkleber mit einer Dicke von beispiels- 

25 weise 100 jim gleichmaBig aufgebracht; beispielsweise 
wird hierzu ein mit einer beidseitigen Schutzschicht ver- 
sehener KJebefilm zun^chst nach einseitigem Abziehen 
der Schutzschicht auf die Tragerplatte 30 abgerollt und 
anschliefiend nach Abziehen der anderen Schutzschicht 

20 die Leiterplatte 10 auf dem Klebefilm abgeroUt - das 
Aush^rten des Klebers der Klebeschicht 60 erfolgt bei- 
spielsweise an Luft Durch den hochelastischen, gut w^r- 
meleitfahigen, uneropHndlichen, thermtsch stabilen, sehr 
haftfahigen, alterungsbestandigen Kleber der Klebe- 

35 schicht 60 wird eine mechanische Entkopplung von Tra- 
gerplatte 30 und Leiterplatte 10 erreicht, die Schwin- 
gungsanforderung im Kraftfahrzeug erfiillt (beispiels- 
weise Stabiiitat bis zu 10 g), die ZuverlSssigkeit des 
Steuergerats erhdht und dessen Lebensdauer verlan- 

40 gert. 

Beispielsweise besteht die AIuminium-Tragerplatte 
30 mit den MaBen 226 mm x 178 mm x 4 mm aus 
Aiuminium-DruckguB und weist eine Aussparung 31 
der Breite 18 mm zur Aufnahme der Steckeranschliisse 

45 51 des AnschluBsteckertells 50 auf. Die groBflachige 
Leiterplatte 10 mit den Maflen 217 mm x 147 mm x 0, 
8 mm besteht aus 4 Verdrahtungsebenen 13, 14, 15, 16 
aus Kupfer, die jeweils durch Prepregs (harzgetrankte 
Glasmatten) getrennt sind; durch die Auswahl der 

50 Schichtenfolge der Leiterplatte 10 und der Zusammen- 
setzung der die Verdrahtungsebenen 13, 14, 15, 16 von- 
einander trennenden Glasmattenschichten, insbesonde- 
re von deren Harzanteil, kann der thermische Ausdeh- 
nungskoeffizient as der Leiterplatte 10 in der Ebene 

55 variiert werden: beispielsweise wird die Zusammenset- 
zung der Schichten 14, 16 der Leiterplatte 10 so gewahit, 
daB die Leiterplatte 10 als Vorgabewert ay einen ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizienten as von 
15 • 10"V°C aufweist. Die auf der Oberseite 11 der 

60 Leiterplatte 10 einseitig angeordnete Schaltungsanord- 
nung 20 besteht aus ca 850 SMD-Halbleiterbauelemen- 
ten mit einem Mittelwert des thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten as von beispielsweise 15 • 10~^/^C 
und umfaBt Chip-Widerstande, Chip-Kondensatoren, 

65 Keramik-Kondensatoren. Aluminiumelektrolytkonden- 
satoren, Zenerdioden, Dioden, Quarze. Leistungs-Halb- 
ieiterbauelemente 21 und integrierte Schaltungen (ICs) 
22: in der Leiterplatte 10 sind unter dem Leistungs- 
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Halbleiterbauelement 21 thermische Durchkontaktie- 
rungen 17 zur Verbesserung der Warmeabfuhr vorgese- 
hea Der beispielsweise aus Aluminium bestehende Ge- 
hausekdrper 40 besitzt beispielsweise die Mafie 23 cm 
X 18 cm X 2 mm und ist mit der Tragerplatte 30 Uber 5 
Schrauben 43 verbunden, ebenso die den Oehausedek- 
kel 42 bildende TrSgerplatte 30 mit dem Steckeran- 
schluQteil 50 uber Schrauben 32 (der SteckeranschluB- 
teil 50 kann auch durch den Gehauseboden 41 hindurch- " 
gef uhrt und mit der Schaltungsanordnung 20 verbunden 10 
werden). 

Patentanspruche 

1. Elektronisches Steuermodul, bestehend aus 15 

— einemSubstratkdrper(lO), 

— einer Schaltungsanordnung (20) mit auf ei- 
ner Oberfl^henseite (11) des Substratkdrpers 
(10) planar aufgebrachten SMD-Halbleiter- 
bauelementen (21, 22^ 20 

— einem Tr&gerkdrper (30) aus einem Materi- 
al mit hoher Warmeleitfkhigkeit, auf dem Sub- 
stratkorper (10) und Schaltungsanordnung (20) 
angeordnet sind, 

— einem die Schaltungsanordnung (20) und 25 
den Substratkorper (10) umschlieBenden Ge- 
hausekdrper(40), 

-- einem durch den Gehausekorper (40) und/ 
Oder den Tragerkorper (30) hindurchgefiihrten 
SteckeranschluBteil (50) mit mehreren Stek- 30 
keranschlilssen (51), 
dadurch gekennzeichnet: 
zwischen der der Schaltungsanordnung (20) gegen- 
uberliegenden Oberflachenseite (12) des Substrat- 
korpers (10) und dem Tragerkorper (30) ist eine 35 
dunne, gleichmaBige Klebeschicht (60) aus einem 
hochflexibiea thermisch stabilen Kleber mit guter 
Haftfahigkeit und hoher Warmeleitfahigkeit derart 
angeordnet, dafl sich Substratkorper (10) und Tra- 
gerkorper (30) bei thermischer Belastung unabhan- 40 
gig voneinander ausdehnen konnen. 

2. Steuermodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Substratkorper (10) so ausgebil- 
det ist, daB sein thermischer Ausdehnungskoeffi- 
zient (as) einen einstellbaren Vorgabewert (av) 45 
aufweisL 

3. Steuermodul nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Substratk5rper 
(10) aus mehreren ubereinander angeordneten 
Schichten (13, 14, 15, 16) ausgebildet ist so 

4. Steuermodul nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schichten (13, 14, 15, 16) des Sub- 
stratkorpers (10) so gewahh sind, daB der thermi- 
sche Ausdehnungskoeffizient (%) des Substratkor- 
pers (10) den Vorgabewert (av) aufweist 55 

5. Steuermodul nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der SubstratkSrper (10) als 
mehrschichtige Leiterplatte mit mehreren Ver- 
drahtungsebenen(13, 14, 15, 16) ausgebildet ist 

6. Steuermodul nach Anspruch 3 oder 4, dadurch eo 
gekennzeichnet, daB der Substratkorper (10) als 
Mehrschicht-Folie ausgebildet ist. 

7. Steuermodul nach einem der Ansprtiche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Vorgabewert 
(av) des thermischen Ausdehnungskoeffizienten 65 
(as) des Substratkdrpers (10) in Abhangigkeit des 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten (as) der 
Halbleiterbauelemente (21, 22) der Schaltungsan- 
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ordnung (20) gewahlt ist 

8. Steuermodul nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Vorgabewert (av) des thermi- 
schen Ausdehnungskoeffizienten (as) des Substrat- 
kdrpers (10) dem Mittelwert der thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten (as) der Halbleiterbauele- 
mente (21, 22) der Schaltungsanordnung (20) ent- 
spricht 

9. Steuermodul nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebeschicht (60) 
als KJebefilm zwischen dem Substratkorper (10) 
und dem Tragerkorper (30) aufgebracht ist 

10. Steuermodul nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Substratkorper 
(10) Durchkontakderungen (17) zur Warmeabfuhr 
der Verlustleistung der Leisttmgs-Halbleiterbau- 
elemente (21) der Schaltungsanordnung (20) auf- 
weist 

1 1. Steuermodul nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Steckeran- 
schiOsse (51) des SteckeranschluBteils (50) senk- 
recht zur Oberseite (41) des Gehausekdrpers (40) 
durch den Gehausekorper (40) hindurchgefiihrt 
und mit den Halbleiterbauelementen (21, 22) der 
Schaltungsanordnung (20) kontaktiert sind. 

12 Steuermodul nach einem der Ansprtiche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Steckeran- 
schlQsse (51) des SteckeranschluBteils (50) senk- 
recht zur Unterseite (42) des Gehausekorpers (40) 
durch den Tragerkorper (30) und den Substratkor- 
per (10) hindurchgefuhrt und mit den Halbleiter- 
bauelementen (21, 22) der Schaltungsanordnung 
(20) kontaktiert sind. 

13. Steuermodul nach einem der Anspruche 1 bis 

12. dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltungsan- 
ordnung (20) eine Vielzahl von auf einem groBfla- 
chigen Substratkorper (10) angeordneten SMD- 
Halbleiterbauelementen (21, 22) aufweist 

14. Steuermodul nach einem der Anspriiche 1 bis 

13. dadurch gekennzeichnet, daB das Steuermodul 
als Steuergerat eines Kraftfahrzeuges ausgebildet 
ist. 

15. Steuermodul nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Steuergerat im Motorraum 
des Kraftfahrzeugs angeordnet ist 
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